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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Chipkarte 

@ Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem Karten- 
trager, auf dem eine Datenverarbeitungsschaltung sowie 
eine Verbindungsbaugruppe zur kontaktlosen Ubermitt- 
tung von Daten zwischen der Datenverarbeitungsschal- 
tung und einer externen Datenverarbeitungsstation vor- 
gesehen sind. 

Bei der Herstellung der gattungsgemafien Chipkarte wird 
zunachst ein integrierter Schaltkreis auf einen Kartentra- 
ger aus Kunststoff aufgebracht. Danach wird entlang der 
Au&enkanten der Chipkarte eine Sende-/Empfangsspule 
aufgebracht, die mit entsprechenden Anschlussen des in- 
tegrierten Schaltkreises verbunden wird. Bei der gat- 
tungsgematien Chipkarte ist von Nachteil, da& fehlerhaf- 
te Chipkarten vernichtet werden mussen. 
Gema& der Erfindung sind die Datenverarbeitungsschal- 
tung und die Verbindungsbaugruppe im Bereich wenig- 
stens eines Mod u It rage rs vorgesehen und der Kartentra- 
ger weist einen Bereich zur Aufnahme des Moduttragers 
auf. Dadurch ist es moglich, zunachst den fertiggestellten 
Modultrager auf dessen ordnungsgemaf^e Funktion hin 
zu uberprufen, bevor er in einen Kartentrager eingebaut 
wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem Karten- 
trager, auf dem eine Datenverarbeitungsschaltung sowie 
cine Vcrbindungsbaugruppc zur konlakllosen Ubcnnitllung 5 
von Daten zwischen der Datenverarbeitungsschaltung und 
einer extemen Datenverarbeitungsstation vorgesehen sind. 

Eine gallungsgcmaBc Chipkarte und eine cxtcmc Daten- 
verarbeitungsstation bilden ein Datensystem, das zur Ab- 
rechnung baigeldloser Einkaufe, zur Uberwachung von Per- 10 
sonenverkehr oder zur einfachen Gebuhrenverwaltung beim 
Zugriff auf ein Telefonnetz verwendet wird. Dazu erhalt ein 
Benutzer eine Chipkarte, auf der eine Datenverarbeitungs- 
schaltung vorgesehen ist, die aus einem Mikroprozessor be- 
stchL Zur Ubcrmitdung von Daten zwischen der Datcnvcr- 15 
arbeitungsschaltung und der extemen Datenverarbeitungs- 
station wild bei kontaktlosen Ubertragungsverfahren ein 
von der extemen Datcnvcrdrbcitungsstation erzeugtes 
Wechselfeld von der Chipkarte moduliert. Dabei wird bei- 
spielsweise eine in der Verbindungsbaugmppe vorgesehene 20 
Chipkarten-Spule auf zeitlich veranderliche Weise kapazitiv 
oder resistiv belastet, so daB sich deren elektromagnetische 
Eigenschaften verandem. Dies wirkt auf eine Stations-Spule 
in der extemen Daten verarbeitungsstadon zuriick. Aus der 
Riickwirkung kann auf in der Datenverarbeitungsschaltung 25 
abgespeicherte Daten zuriickgeschlossen werden. 

Die gattungsgemaBe Chipkarte ist als Kunststoffkarte 
ausgcbildct, die so groB ausgcflihrt ist, daB sie bcispiels- 
weise in einer Geldborse sicher verstaut werden kann. Bei 
der Hersteliung der gattungsgemaBen Chipkarte wird zu- 30 
nachst ein inlegrierter Schaltkreis auf einen Kartentrager aus 
Kunststoff aufgebracht. Danach wird enUang der AuBen- 
kanten der Chipkarte eine Sende-ZEmpfangsspule aufge- 
bracht, die mit entsprechenden Anschlussen des integrierten 
Schaltkreises verbunden wird. Eine solchc Chipkarte ist bei- 35 
spielsweise aus der DE 44 10 732 Al bekannt. Bei der gat- 
tungsgemaBen Chipkarte ist von Nachteil, daB die Herstel- 
iung aufwcndig und tcucr isL Falls cine Chipkarte nicht 
richtig arbeitet, wird die fehlerhafte Chipkarte veraichtet. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemaBe 40 
Chipkarte sowie Verfahren zu deren Hersteliung bereitzu- 
stellen, die eine Hersteliung der Chipkarte zuverlassig und 
mit wenig Aufwand gewahrleisten. 

GemaB der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelost, 
daB die Datenverarbeitungsschaltung und die Vcrbindungs- 45 
baugmppe im Bereich wenigstens eines Modultragers vor- 
gesehen sind, und daB der Kartentrager einen Bereich zur 
Aufnahmc des Modultragers bzw. der Modultrager aufweist. 

Die Erfindung bemht auf dem Grundgedanken, daB die 
Nachteile bei den gattungsgemaBen Chipkartrai daher riih- 50 
ren, daB sich ersl bei fertiggestellter Chipkarte uberprufen 
laBt, ob der integrierte Schaltkreis richtig mit der Sende- 
/Empfangsspule zusammenarbeitet. GemaB der Erfindung 
werden die fiir die Funktion der Chipkarte wesentlichen 
Teile, d. h, eine Funktionsbaugruppe getrennt von dem Kar- 55 
tentrager auf einem ModulUrager heigestelit und erst bei der 
Endmontage von Kartentrager und Modultrager miteinander 
verbunden. Dadurch ist es moglich, zunachst die Funktions- 
baugruppe auf deren Funktion hin zu uberprufen. Wenn fest- 
sleht, daB auf dieser die Datenverarbeitungsschaltung nicht 60 
richtig mit der Vcrbindungsbaugruppc zusammenarbeitet, 
dann kann die Funktionsbaugruppe vemichtel werden, ohne 
daB ein an sich verwendbarer Kartentrager mit vemichtet 
werden miiBte. Dariiber hinaus ist es moglich, die Herstel- 
iung der Funktionsbaugmppe zu beschleunigen, da der nur 65 
wenig Platz beanspruchende Modultrager das Mjrsehen von 
kleineren und schnelleren Herstellungsvorrichtungen er- 
moglicht. 
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GemaB der Erfindung ist der Modultrager fest mit der 
Chipkarte vcrbindbar, wobci der am Kartentrager vorgese- 
hene Bereich zur Aufnahme des Modultragers auch als Aus- 
spamng ausgebildet sein kann. Bei geeigneter Ausbildung 
von Modultrager und Ausspamng kann gcwahrleistet wer- 
den, daB sich bereits beim Einsetzen des Modultragers in die 
Aufnahme eine formschlussige Verbindung ergibt, die nur 
noch fixicrt werden mu6. 

Eine besonders vorteilhafte erfindungsgemaBe Chipkarte 
ergibt sich dann, wenn die Verbindungsbaugmppe wenig- 
stens eine Sende-ZEmpfangsspule aufweist, die beziiglich 
der Haupterstreckungsrichtung des Modultragers auch in 
zwei unterschiedhchen Ebenen angeordnet sein kann. Dabei 
ist insbesondere vorgesehen, daB ein Bereich der Sende- 
/Empfangsspulc auf einer Oberflache des ModulUragcrs an- 
geordnet ist, wahrend ein anderer Bereich in einer Schicht 
im Inneren des Modultragers angeordnet sein kann. Dies 
laBt sich besonders cinfach durch eine zwcilagigc Mctalli- 
sierung erreichen, wobei insbesondere ein sandwichartiger 
Aufbau des Modultragers in Frage kommt. Dabei konnen 
die Bereiche der Sende-ZEmpfangsspule auf einer Oberfla- 
che des Modultragers und im Iim^en des Modultragers 
planparallel angeordnet sein, wobei die einzelnen Bereiche 
dutch Kontakte miteinander verbunden sind. Dies laBt sich 
besonders einfach durch Durchkontaktiemngen im Bereich 
von Anschlussen der jeweiligen Sende-ZEmpfangsspulen- 
Bereiche erreichen. Vorzugsweise sind die einzelnen Berei- 
che der Scnde-ZEmpfangsspule in Rcihc gcscbaltct, da sich 
dann eine Sende-ZEmpfangsspule ergibt, die mit einem ho- 
hen Wirkungsgrad ein extemes Wechselfeld beeinflussen 
kann. Dabei ergibt sich ein besonders hoher Wirkungsgrad 
der Sende-ZEmpfangsspule dann, wenn die Ubertragungs- 
einrichtung, die oft ein TeU. der Datenverarbeitungsschal- 
tung ist, so ausgebildet ist, daB die Bereiche der Sende- 
ZEmpfangsspule zueinander in einer Resonanzphasenlagc 
haltbar sind. Dies kann beispiels weise durch geeignetes 
Ilinzuschalten von Kapazitaten undZoder Induktivitaten er- 
folgen, wobei dies vorzugsweise so crfolgt, daB die Reso- 
nanzfirequenzen der Bereiche der Sende-ZEmpfangsspule je- 
weils ubereinstimmen. 

Abweichend davon oder in Erganzung zu der voigenann- 
ten Ausfuhningsform kann die Ubertragungseinrichtung 
auch so ausgebildet sein, daB die Bereiche der Sende-ZEmp- 
fangsspule zueinander synchronisiert betreibbar sind. Dies 
kann vortcilhafterwcisc so crfolgen, daB sich cine Vcrstar- 
kung des von der Sende-ZEmpfangsspule ausgehenden 
Wechselfeldes ergibt. Dies ist fur aktive Karten von Bedeu- 
tung, die ein Signal ausscnden. Durch Anwendung einer 
Phasenschnitt-Technik kann ein Synchronisieren der Ran- 
kenlage auf den Bereichen der Sende-ZEmpfangsspule er- 
reicht werden, und zwar derart, daB sich eine Verstarkung 
des von der Sende-ZEmpfangsspule erzeugten Wechselfel- 
des ergibt. Bei passiven Karten kann dadurch ein besonders 
hoher Kopplungsgrad zwischen Chipkarte und extemer Da- 
tenverarbeitungsstation erreicht werden. 

Eine weitere Verbesserung der Ubertragungsqualitat von 
Daten zwischen Chipkarte und Extemer Datenverarbei- 
tungsstation ergibt sich dann, wenn der Modultrager wenig- 
stens einen als Spulenkem fiir die Sende-ZEmpfangsspule 
ausgebildelen Bereich aufweist. Dabei kann der Modultra- 
ger aus Kunststoff ausgebildet sein, in den pcrmeables Ma- 
terial wie beispiels weise Ferrit eingelagert ist. Wenn das 
pCTmeable Material als Vieb^hl von Ferritpartikeln vorliegt, 
werden diese /um Zwecke der gegenseitigen Isoliemng in 
einer Kunststoffmasse gebunden, die in dem Modultrager 
vorgesehen ist. Der so hergesteUte Spulenkem dient zum Er- 
reichen eines hohen Feldverstarkungsfaktors. Durch ein sol- 
ches Dielektrikum konnen relative magnetische Permeabili- 
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taten in der GroBenordnung von 5.000 und somit hoheFluB- 
dichtcn crrcichl wcidcn. 

Ein erfindungsgemaBes Verfahren zum Herstellen eines 
Modultragers fur eine wie vorbeschrieben ausgestaltete 
Chipkarle wcist die folgcndcn Schriltc auf; 5 

- Einlagem eines ersten Spulenbereichs in eine Kunst- 
sLofTschicht, 

- Aufbringen eines zweiten Spulenbereichs auf die 
Kunststoffschicht, 10 

- Verbinden von AnschluBbereichen des ersten Spu- 
lenbereichs und des zweiten Spulenbereichs miteinan- 
der, 

- Aufbringen eines integrierten Schaltkreises auf den 
ModulLrager. 15 

Dabei kann der Schritt des Verbindens von AnschluBbe- 
reichen des ersten Spulenbereichs mil dcm zweiten Spulcn- 
bereich durch Durchkontaktleren erfolgen, was mit bekann- 
ten Ilerstellungsmethoden auf einfache Weise erreicht wer- 20 
den kann. 

Der Schritt des Aufbringens des integrierten Schaltkreises 
kann sowohl mit einer Flip-Chip-Technik als auch mit her- 
komm lichen Bonding-Techniken erfolgen. Bei den her- 
konunlichcn Bonding-Techniken kann als Verbindungsmit- 25 
tel auf einen leit^igen Klebstoflf oder auf bekannte Lote 
zuriickgegriffen werden. Gerade bei den Bonding-Techni- 
ken ist vorgcschcD, daB sowohl die Verbindungsbaugnippc 
als auch die Datenverarbeitungsschaltung fakultativ niit ei- 
ner verfestigbaren Abdeckmasse abgedeckt werden konnen, 30 
und zwar insbesondere nach der Herstellung des Modultra- 
gers. Die dazu verwendeten Abdeckmassen konnen insbe- 
sondere thermisch oder UV-hartend sein. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen 
einer Chipkartc, das die folgcndcn Schritte aufwcist: 35 



Durch das cdindungsgemaBe Verfahren kann cine Chip- 45 
karte besonders einfach und kostengiinstig heigestellt wer- 
den. 

Die vorgcnanntcn Herstcllungsschrittc zum Herstellen ei- 
ner erfindungsgemaBen Chipkarte und/oder eines erfin- 
dungsgemaBen Modultragers mit doppellagiger Sende- 50 
/Empfangsspule konnen selbstverstandlich auch zum Her- 
stellen von Chipkarten und/oder Modultragem mit einer ein- 
zelnen Spulenlage angewendet werden. Daruber hinaus sind 
auch Verfahrensschritte moglich, die das Vorsehen einzelner 
oder Kombinationen von Sachmerkmalen insbesondere ge- 55 
maB den Anspriichen 1 bis 13 umfassen konnen. 

Die Erfindung ist anhand eines Ausfuhrungsbeispiels in 
der Zeichnung naher veranschaulicht. 

Fig. 1 zeigt einen Modultrager mit einer Datenverarbei- 
tungsschaltung und mit einer Sende-ZEmpfangsspule in der 60 
Draufsicht, 

Fig, 2 zeigt einen Kartentrager in der Draufsicht, 
Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemaBe Chipkarte mit dem 
Modultrager aus Fig, I und mit dem KartenU^ger aus Fig. 2 
in der Draufsicht, 65 

Fig, 4 zeigt den Modultrager aus Fig. 1 in der Ansichl von 
vome, und 

Fig. 5 zeigt ein Endlosband zur Herstellung der Modultra- 
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ger aus Fig. 1 in der Draufsicht. 

Fig. 1 zeigt einen Modultrager 1 der erfindungsgemaBen 
Cliipkarte. Der Modultrager 1 weist eine aus KunststofiF her- 
gestellte Grundplatte 2 mit im wesentlichen rechteckigen 
Qucrschnitl auf. Dabei sind die Eckcn der Grundplatte 2 ab- 
gerundet, wie in Fig. 1 besonders deutlich zu sehen ist. Auf 
der Oberseite der Grundplatte 2 ist mitlels Metallisierung 
cine Scndc-ZErapfangsspule 3 vorgeschcn, wobei sich die 
Windungen der Sende-ZEmpfangsspule 3 ausgehend von ei- 
nem in der Mitte der Grundplatte 2 vorgesehenen ersten An- 
schluBkontakt 4 im wesentlichen spiral fbrmig um den ersten 
AnschluBkontakt 4 herum bis zu einem zweiten AnschluB- 
kontakt 5 erstrecken. 

Wie man in Fig. 4 am besten sieht, ist auf dem ersten An- 
schluBkontakt 1 mittels einer Isolierklcberschicht 6 ein inle- 
grierter Schaltkreis 7 angebracht. Der integrierte Schaltkreis 
7 hat eine erste AnschluBleitung 8, die mit dem ersten An- 
schluBkontakt 4 vcrbundcn ist, sowie cine zweite AnschluB- 
leitung 9, die mit dem zweiten AnschluBkontakt 5 verbun- 
den isL In der in Fig, 4 gezeigten Ansicht ist ein Bereich 
zwischen dem integrierten Schaltkreis 7 und dem zweiten 
AnschluBkontakt 5 aus dem Modultrager 1 herausgebrochen 
dargestellt, damit sich der Modultrager 1 in der Zeichnung 
einfacher darstellen laBt 

Wie man in Fig. 4 ebcnfalls gut sieht, ist der Modultrager 
1 im Bereich des ersten AnschluBkontakts 4 und im Bereich 
des zweiten AnschluBkontakts 5 mit einer Abdeckschicht 10 
aus einer thermisch hartbarcn bzw. UV-hartbarcn Masse ab- 
gedeckt 

Fig. 2 zeigt einen Kartentrager 11 mit im wesentlichen 
rechteckiger AuBenform, der eine rechteckige Ausnehmung 
12 zur Aufnahme des Modultragers 1 aus Fig, 1 aufweist. 
Der Kartentrager 11 ist aus einer KunststofiFplatte herge- 
stellt, die im wesentlichen die gleiche Starke hat wie die 
Grundplatte 2 des Modultragers 1. Die Ausnehmung 12 ist 
dabei so ausgeformt, daB der Modultrager 1 formschlussig 
in die Ausnehmung 12 eingesetzt werden kann. 

Fig, 3 zeigt cine erfindungsgemaBe Chipkartc 13, die aus 
dem Modultrager 1 gemaB den Fig. 1 und 4 und aus dem 
Kartentrager 11 gemaB Fig, 2 zusammengesetzt isL Wie 
man in dieser Ansicht besonders gut sieht, ist der Modultra- 
ger 1 so in die Ausnehmung 12 eingesetzt, daB sich eine 
formschlussige Verbindung ergibt In diesem Zustand ist der 
Modultrager 1 mit dem Kartentrager 11 zusatzlich iiber eine 
Klebung vcrbundcn. 

Sowohl die Grundplatte 2 als auch der Kartentrager 11 
sind aus einem Kunststoff wie glasfaserverstarktes E{X)xyd- 
harz, PVC, PET, PC und/oder ABS herstcUbar. Die Sende- 
ZEmpfangsspule 3 ist in Atz-, Wckel-, Verlege- oder Druck- 
technik auf die Grundplatte 2 aufbringbar. 

Wie man besonders gut in Fig. 5 sieht, werden erfin- 
dungsgemaBe Modultrager 1 in einem Endlosbandverfahren 
gefertigt, wobei ein Endlosband 14 aus einem KunststofiF 
vorgesehen ist, das an beiden Langsseiten je eine Transport- 
lochung 15 aufweist. Aufgrund des Vorsehens der Trans- 
portlochung 15 laBt sich das Endlosband 14 besonders ein- 
fach durch bei der Herstellung der erfindungsgemaBen Mo- 
dultrager 1 verwendete Maschinen fiihren. 

Nach erfolgter Fertigstellung des Endlosbandes 14 mit 
darauf vorgesehenen Modultragem 1 werden diese einzeln 
gcpriift und anschUcBcnd durch ein Stanzverfahrcn aus dcm 
Endlosband 14 herausgelost. In einem weiteren, hier nicht 
dargestellten Verfahrensschritt werden die auf ihre Funktion 
hin Uberpriiften Modultrager 1 in hereitstehende Kartentra- 
ger 11 eingesetzt und dadurch die erfindungsgemaBen Chip- 
karten fertiggestellt. 

Mit dem erfindungsgemaBen Modultrager ist die Sende- 
ZEmpfangsspule 3 mit einem Halbleiterchip 7 in einem ein- 



- Vorsehen eines Kartentragers mit einer Aufnahme 
fur einen Modultrager, 

- Vorsehen eines Modultragers mit einer Datenverar- 
beitungsschaltung und mit einer Verbindungsbau- 40 
gruppe, 

- Einbringen des Modultragers in die Aufnahme, und 

- Verbinden von Modultrager mit dem Kartentrager. 
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zigen Modul 1 zusammengefaBt, das in einer Massenferti- 
gung auf cinfachc Wcisc hcrstcUbar ist. Erst in cinctn ab- 
schlieBenden Arbeitsschritt werden die erfindungsgemaBen 
Modulkdrper 1 in den Kartentrager 11 eingesetzt. Dabei 
kann der Halblcitcrchi p 7 sowohl nach cincr hcrkominlichcn 5 
Wire-Bond-Technik als auch mil einer Flip-Chip-Technik 
auf dem erfindungsgemaBen Modultrager 2 befestigt wer- 
den. 

Bezugszeicheniiste 10 

1 Modultrager 

2 Grundplatte 

3 Sende-ZEmpfangsspule 

4 Erstcr Anschlu6kontakt 15 

5 Zweiter AnschluBkontakt 

6 Isolierkleberschicht 

7 InLcgricrtcr Schaltkrcis 

8 Erste AnschluBleitung 

9 Zweite AnschluBleitung 20 

10 Abdeckschicht 

11 Kartentrager 

12 Ausnehmung 

13 Chipkarte 

14Endlosband 25 
15 Transportlochung 

Patcntanspriichc 



1. Chipkarte mit einem Kartentrager, auf dem eine Da- 
tenverarbeitungsschaltung sowie eine Verbindungs- 
baugruppe zur kontakllosen Ubermitdung von Daten 
zwischen der Datenverarbeitungsschaltung und einer 
extemen Datenverarbeitungsstation vorgesehen sind, 
dadurch gekenozeichnet, daB die Datenverarbei- 
tungsschaltung (7) und die Verbindungsbaugruppe (3) 
im Bereich wenigstens eines Modultragers (1) vorgese- 
hen sind, und daB der Kartentrager (11) cinen Bereich 
(12) zur Aufhahme des Modultragers (1) bzw. der Mo- 
dultrager aufweist. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Chipkarte so ausgebildet ist, daB der bzw. 
die Modultrager (1) fest mit dem Kartentrager (11) ver- 
bindbar ist bzw. sind. 

3. Chipkarte nach Anspruch 1 odcr Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Bereich zur Aufnahme 
des Modultragers (1) als Aussparung (12) ausgebildet 
ist 

4. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindungsbau- 
gruppe wenigstens eine Sende-/Empfangsspule (3) auf- 
weist. 

5. Chipkarte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Sende-ZEmpfangsspule beziiglich der 
Haupterstreckungsrichtung des Modultragers in zwei 
unterschiedlichen Ebenen angeordnet ist. 

6. Chipkarte-nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Bereich der Sende-ZEmpfangsspule auf ei- 
ner Oberflache des Modultragers angeordnet ist. 

7. Chipkarte nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB cin Bereich der Scndc- 
/Empfangsspule im Inneren des Modultragers angeord- 
net ist. 

8. Chipkarte nach Anspruch 6 und Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bereiche der Sende- 
ZEmpfangsspule auf einer Oberflache des Modultragers 
und im Inneren des Modultragers durch Kontakte mit- 
einander verbunden sind. 
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9. Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bereiche der Sende-ZEmpfangsspule auf 
einer Oberflache des Modultragers und im Inneren des 
Modultragers in Reihe geschaltet sind. 

10. Chipkarte nach einem der Anspriichc 8 oder 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ubertragungseinrich- 
tung so ausgebildet ist, daB die Bereiche der Sende- 
ZEmpfangsspule zucinander in cincr Rcsonanzphascn- 
lage haltbar sind. 

11. Chipkarte nach einem der Anspruche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ubertragungseinrich- 
tung so ausgebildet ist, daB die Bereiche der Sende- 
ZEmpfangsspule zueinander synchronisiert betreibbar 
sind. 

12. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
spriichc, dadurch gekennzeichnet, daB der Modultrager 
wenigstens einen als Spulenkem ausgebildeten Bereich 
aufweisL 

13. Chipkarte nach Anspruch 12, dadurch gekeim- 
zeichnet, daB der Modultrager aus KunststofiF ausgebil- 
det ist, in den ein permeables Material eingelagert ist 

14. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gemaB einem der Anspruche 1 bis 13, 
mit den folgenden Schritten: 

- Einlagcm eines erstcn Spulcnbercichs in cine 
KunststofiTschicht, 

- Aufbringen eines zweiten Spulenbereichs auf 
die KunststolTschicht, 

- Verbinden von AnschluBbereichen des ersten 
Spulenbereichs und des zweiten Spulenbereichs, 

- Auft)ringen eines Tntegrierten Schaltkreises auf 
den Modultrager, 

15. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gemaB Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Verbindens von AnschluB- 
bereichen des ersten Spulenbereichs und des zweiten 
Spulenbereichs, durch Durchkontaktieren erfolgt. 

16. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gemaB Anspruch 14 oder Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Aufbrin- 
gens des Integrierten Schaltkreises mit einer Flip-Chip- 
Technik erfolgt 

17. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur 
eine Chipkarte gemaB Anspruch 14 oder Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Aufbrin- 
gens des Integrierten Schaltkreises mit einer Bonding- 
Technik erfolgt 

18. Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fiir 
eine Chipkarte gemaB einem der Anspruche 14 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Abdek- 
kens der Sende-ZEmpfangsspule undZoder der Daten- 
verarbeitungsschaltung mit einer verfestigbaren Ab- 
deckmasse vorgesehen ist. 

19. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte gemaB 
einem der Anspruche 1 bis 13, mit den folgenden 
Schritten: 

- Vorsehen eines Kartentrtigers (11) mit einer 
Aufnahme fiir einen Modultrager (1), 

- Vorsehen eines Modultragers (1) mit einer Da- 
tenverarbeitungsschaltung (7) und mit einer Ver- 
bindungsbaugruppe (3), 

- Einbringen des Modultragers (1) in die Auf- 
nahme, und 

- Verbinden von Modultrager (1) mit dem Kar- 
tentrager (11). 
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